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建筑材料 
  

石英电子布：长期趋势明确，短期节奏取决于良率改善和方案定型 
  
性能边界：Q 布代表电子布的低损耗性能上限，但受制于成本高昂或优先

应用于高价值、超高速板位。石英纤维的介电常数、介质损耗、热膨胀系

数均显著优于通用 E-glass 和玻纤低介电一/二代布，从性能来说高度适用

于超高速、超高频以及对热尺寸稳定性要求极高的 PCB 和封装应用。但现

阶段石英布制造难度较大导致生产成本高昂，价格区间明显高于玻纤布。

而 PCB 整板损耗是由电子布、树脂、填料、铜箔、叠层与加工共同决定，

通常来说损耗预算越紧张的板件更愿意率先承担工艺磨合和材料溢价，这

部分通常对应高价值、超高速和超高层板位。 

制造壁垒：规模化的核心约束在于拉丝、织造、CCL 压合与 PCB 加工的

全链条良率。其中最集中体现石英电子布制造难点的两个环节分别是拉丝

和 PCB 钻孔，拉丝方面，石英纤维的高脆性特点使得其在成丝过程中对原

料纯度、炉温、张力、速度等设备/工艺参数高度敏感，良率改进需要长期

摸索，后续织布环节亦依赖严格的张力与布面均匀性控制；钻孔方面，石
英纤维的高硬度、强磨蚀性特征会显著加快钻针磨损，参考松下专利，Q

布钻头磨损率约为低介电二代布的 2.6 倍，钻针过度损耗不仅会带来钻针

耗用量激增，还会放大孔偏、孔壁粗糙、断针及停机等质量和效率风险。 

导入节奏：首批需求或来自 AI 服务器和高速交换机中损耗预算最紧的高

速信号层、背板与互联板。石英布的优异介电特性或优先在 AI 服务器、

高速交换机、半导体封装、5G/6G 基站等高频高速信号处理场景中得到应

用，但权衡性价比来看大概率不是在上述场景全面铺开，比如一台服务器

/交换机 PCB 全部改用 Q 布，而是先用于损耗预算最紧张的部位，比如 AI

服务器/交换机的关键高速信号层/高速背板/高速互联板等，随着 Q 布成

本与良率的改善，再向相邻板位等扩散。综合 Q 布厂商的认证进展和下游

1.6T 网络设备的量产进展来看，我们认为 2027-2028 年有望成为 Q 布首

轮放量的时间窗口期，接下来国内外 6G 通信正式开启商业应用或带来第

二轮增量需求。 

供给与空间：有效供给应当看通过板级加工与认证的稳定可售米数，不能

简单等同于规划名义产能。Q 布规划产能项目实际转化为有效供给还要经

历产线建设、产能调试、良率爬坡、板级加工、客户认证等层层折损，合
格有效供给是产品开启正式批量运用的重要先决条件，当前 Q 布细分市场

尚处于早期商业化阶段，待有效供给与下游订单同步持续增长方才意味着

正式进入产业化。我们按照 2030 年 Q 布单价 100/120/140/160/180 元/

米，以及 2025—2030 年 Q 布用量复合增速 50%/70%/90%/110%/130%

测算，对应 Q 布市场空间约 4.1—62.1 亿元，中性假设下为 18.6 亿元。 

竞争格局：市场仍处批量前期，格局尚未形成，连续交付能力将定义领先

企业。信越化学、圣戈班具备产品与工艺先发优势，但也未形成批量稳定

销售，旭化成、台湾德宏、中材科技、菲利华、宏和科技等厂商也已处于

验证或小批量出货阶段。批量进展可分为稳定量产、终端认证、连续交付、

稳定收入四个环节，目前进展较快的厂商也仍停留在第二阶段，后续率先

形成连续交付能力的企业或才体现出真正的先发优势。 

投资建议：考虑 Q 布前景良好，且当前产业格局未定，建议关注具备 Q 布

相关产品布局的上市标的如中材科技、菲利华、宏和科技、国际复材、平

安电工、莱特光电等。 

风险提示：材料或技术替代风险；良率提升不及预期风险；盈利下行风险；

测算误差风险。  
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一、性能上限已经清晰 

Q 布已经证明极低损耗性能，符合进一步升级的高频高速信号传输需求，但整板电学性

能表现由增强布、树脂、填料、铜箔及加工共同决定，Q布或优先用于其中对性能要求

最为严苛的板位。 

1.1 损耗值显著低于玻纤材料 

石英电子布代表低介电电子布的重要升级方向和性能上限。石英纤维的介电常数、介质

损耗及热膨胀系数均显著优于通用 E-glass 和玻纤材质的低介电一/二代布，10GHz 下，

石英纤维Df 值为 0.0003，大幅低于低介电玻纤的 0.002-0.0003和通用 E玻纤的 0.006，

且其 CTE 值为 0.5ppm，也明显低于 T 布的 2.8ppm，仅从性能上来说石英布天然就高度

适合超高速、超高频以及对热尺寸稳定性要求极高的 PCB 和封装应用。 

 

图表1：不同电子布基材 Dk、Df 和 CTE 对比 

性能指标 Q 布 E 布 一代布 二代布 T 布 

Dk@10GHz 3.7 6.6 4.8 4.5 4.9 

Df@10GHz 0.0003 0.006 0.003 0.002 0.0068 

CTE ppm/K 0.5 5.5 3.9 3.1 2.8 
资料来源：沈宗华《AI 对覆铜板及其原材料的要求》、曾福林等《AI 时代低介电玻璃纤维布发展趋势与需求》，

国盛证券研究所 

 

石英电子布存在阶段性成本高昂问题。石英布的成本和价格中枢明显高于普通 E 布和低

介电玻纤布，参考宏和科技港股招股书，2025 年石英布的价格范围在 110.6-268.1 元/

米，同期普通薄布及以下/低介电布/T 布价格范围分别是 2-66.4 元/米、12.3-141.6 元/

米、20.7-165.5 元/米，石英布厚度范围与低介电布高度重合但价格区间明显更高；另外

中材科技 2025 年 H1 低介电布和 T 布产品均价分别为 25.83 元/米、83.41 元/米，同期

石英布销售单价超 200 元/米，价格相差较大。但石英布高昂的成本也与其所处的产业阶

段息息相关，由于石英布技术难度高、良率爬坡慢，仍处于初始商业化阶段（产业规模

远小于其他电子布），早期单位成本会明显高于成熟量产状态下的成本水平，不排除大规

模量产后价格出现较大降幅可能性。 

 

图表2：宏和科技不同电子布产品价格区间（元/米） 

 
资料来源：宏和科技港股招股书，国盛证券研究所 
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1.2 完整材料体系决定采用边界 

电子布只是影响 PCB 整体电学性能的部分因素。PCB 的插入损耗受多方面因素综合影

响，其中不同玻纤布、树脂、无机填料、铜箔的材料组合会影响 PCB 整体电学性能，即

使使用完全相同的材料组合，叠层与线路设计、PCB 制造加工工艺等也会影响到最终插

损。以 AGC 空心二氧化硅填料配方为例，不同玻纤组合在 28GHz 下均能够实现 Df 值达

到 0.0010—0.0011、Dk 值低于 2.6，并可满足 224Gbps 材料需求。 

 

Q 布大概率优先用于对性能要求最为严苛的高速场景。通常来说，损耗预算越紧、板件

价值越高，材料升级对系统稳定性的贡献越容易覆盖更高价格和工艺磨合成本。因此业

内做法大概率是插损预算最紧的板件优先使用 Q 布，也可为其他材料和制造环节释放插

损余量，这部分通常对应高价值、超高速和超高层板位；而损耗要求相对宽松、成本更

敏感的板件则继续使用低介电玻纤配方实现性能与成本的平衡，这也基本可覆盖相当一

部分高速场景。也就是说，Q 布的极限性能不会在短时间内快速转化为所有高速场景均

覆盖，应用边界明确之后，行业的关键问题也从材料性能转向高端板位用 Q 布能否稳定

制造并通过认证。 
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二、制造良率有待提升 

石英材料的高脆性导致拉丝环节存在较多工艺难点，高硬度特性又导致 PCB 钻孔环节

加工难度较高，只有拉丝、织布、CCL制作、PCB 加工全链条工艺打通方可形成规模放

量。 

 

石英布全产业链（高纯原料-石英棒-拉丝-织布-CCL/PCB 制作及验证）均存在较高的技术

壁垒，任一环节不稳定都会影响石英布的商业化进程。总结来说，其技术难点集中体现

在拉丝环节和 PCB 加工环节。 

 

拉丝工艺难度高，良率优化空间较大。石英电子纱作为石英布的主要原材料，其品质及

产量对石英布的品质稳定性及含量起到至关重要的作用。石英电子纱以高纯度二氧化硅

为原料（通常要求𝑆𝑖𝑂2含含量高于 99.9%，部分高端品要求高于 99.95%甚至达到

99.998%），采用棒拉法在超高温环境下将石英棒熔融后拉丝，由于石英玻璃丝脆性大，

拉丝时容易断裂，整个生产过程对原料纯度、设备精度和工艺控制要求极为严苛，涉及

炉温、张力、速度等工艺参数精细度要求极高，良率提升需要长期工艺摸索。后续织布

环节对张力控制、布面均匀性等要求亦较高。 

 

图表3：石英纤维拉丝环节 

 

资料来源：弘燊石英产业大会，国盛证券研究所 
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图表4：石英纤维拉丝环节的原料参数要求和关键工艺控制参数要求 

原料参数 典型值/范围 说明 工艺环节 控制参数 典型值/范围 

𝑆𝑖𝑂2纯度 
≥99.9%含（高性能级

≥99.95%） 

决定纤维性能的

关键指标 
熔制 熔融温度 1900-2200℃ 

纤维直径 
连续长丝 4-10𝜇𝑚，

超细棉 0.7-1𝜇𝑚 
根据用途调整 初级拉丝 送棒速度 25-40mm/min 

羟基含量 最低 1ppm 
影响高温强度和

介电性能 
二次拉丝 拉丝温度 >1900℃ 

密度 2.2-2.29𝑔/𝑐𝑚3 - 拉丝 拉丝速率 
数 百 至 1700m/min

（视产品规格而定） 

长期使用温度 1050-1200℃ 耐高温性能优异 浸润 烘干温度 200-300℃ 

软化点 1700-1710℃ 瞬时耐受极限 脱羟 真空度/温度/时间 
工艺专有参数，羟基

目标≤1 ppm 

析晶温度 ≥700℃ 
高于此温度开始

析晶 
应变点 920℃ - 

   退火点 1060℃ - 

资料来源：弘燊石英产业大会，国盛证券研究所 

 

PCB 钻针磨损过快，引发系列加工问题。传统石英布具有高硬度、脆性和强磨蚀性，导

致钻孔加工性差、钻头消耗过快，参考松下专利，在同样的布种规格和钻孔条件下，Q 布

钻头刃口磨损率高达90%，低介电二代布磨损率35%，Q布磨损率约为二代布的2.6倍；

另外信越化学在专利试验中对 PCB 连续钻孔 2000 次，结果显示钻针钻纯石英布之后钻

头磨损严重，石英含量适当减少后磨损程度呈现不同程度的缓解。钻针过度磨损后会造

成孔位偏移、孔弯加重、孔壁粗糙度上升、排屑恶化、断针等不良后果，因此 Q 布 PCB

的钻孔问题不仅仅是钻针消耗数量的激增，还包括单支钻针命中数下降、换针频率和停

机时间增加、钻针折断和漏钻风险提高等。除此之外，石英纱和布本身良率控制较差，

成布缺陷可能会在后续加工环节被明显放大，所以只有从成布质量到后道加工共同稳定

后，石英布才可能实现量产。 

 

图表5：Q 布和低介电二代布钻针磨损率对比 

 Q 布 二代布 Q 布 二代布 

玻璃布型号 1078 1078 1078 1078 

变量 - - 
在配方中加入钼

酸锌滑石 

在配方中加入钼

酸锌滑石 

钻头磨损率（%） 90% 35% 50% 23% 

资料来源：松下知识产权，国盛证券研究所 
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三、高端场景率先导入 

Q 布的首批需求或来自 AI 服务器/高速交换机中板件损耗预算最紧张、玻纤布性能明显

不足的高速信号层/高速背板/高速互联板，首次放量时间节点或在 2027-2028 年。 

3.1 优先切入性能“刚需”场景 

鉴于石英布优异的低损耗等特性，其有望率先应用于 AI 服务器、高速交换机、半导体封

装、5G/6G 基站射频模块等高频高速信号处理场景，当前 M8 覆铜板材料已全面支撑主

流服务器（支持 PCIe 5.0/6.0、800G 光模块）的 56G-112G 高速传输，而下一代 M9 覆

铜板则有望采用 Q 布作为其核心骨架材料。但我们认为，Q 布大概率不是在上述场景快

速全面铺开，比如一台服务器/交换机的所有 PCB 全部改用 Q 布，而是优先用于损耗预

算最紧张的高速通道、或是低介电玻纤布明显暴露短板的关键高速信号层/高速背板/高

速互联板等，再随着成本与良率的改善，从最敏感板位向更多板位扩散，而低介电玻纤

材料方案已经满足预算的板位大概率仍继续沿用原方案。 

 

3.2 2027-2028 年有望进入第一轮放量窗口期 

2026 年仍处在关键认证阶段。信越化学早在 2019 年就推出了 SQX 石英布，明确应用

于高速通信 PCB、IC 封装基板、天线和雷达罩，之所以没有全面普及推测与终端需求未

起量、产品成本良率、供应能力、下游长认证周期等有关。根据旭化成，公司于 2025 财

年向客户送样评估，2026 财年争取获得客户认证，2027 财年目标开始形成实质性销售

贡献。截至 2026 年 5 月，菲利华称产品仍处于小批量测试和终端认证阶段，2025 年公

司石英电子布收入达 9837.37 万元主要来自送样。可见 2025 年-2026 年仍是石英布的

认证窗口期，需持续跟踪工艺与认证的兑现进展。 

 

2027-2028 年 Q 布有望正式放量。需求端，旭化成将石英布定位于 1.6Tbps 传输代际，

2026 年 3 月 Broadcom 宣布 102.4Tbps Tomahawk 6 交换芯片进入规模出货，支持

100G/200G SerDes；Ethernet Alliance 的 2026 路线图也把 1.6T 接口、AI 和云数据中心

列为新一代以太网发展重点；2027 年英伟达 Rubin Ultra 平台有望落地，M9+Q 布材料

方案也是热门选项之一。随着 200G/lane、1.6T 网络设备、Rubin Ultra 等开始进入量产

周期，若供给端客户认证在 2026-2027 年陆续完成，且新产能经过良率提升后可能转化

为有效稳定供应，则 2027-2028 年 Q 布有望迎来第一个规模放量时间窗口。接下来，国

际上 ITU 的 IMT-2030 候选技术提交期为 2027-2029 年，最终 6G 标准计划不晚于 2030

年形成，国内目标于 2030 年前后启动 6G 商业应用、2035 年实现规模化商用部署，6G

基站射频模块和天线材料也可能启用 Q 布，由此或带来第二轮增量需求。 
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四、有效供给重估规模 

Q 布供给的有效口径是完成织造、板级加工和认证后的稳定可售米数，可售米数和重复

订单同步增长方能代表 Q 布正式产业化。 

4.1 名义产能不等于合格供给 

Q 布项目规划产能还需经过产能建设、产线调试、良率爬坡、板级加工、客户认证等环

节才能形成有效产能，各环节均可能造成名义产能向实际产能转换的折损，行业合格有

效供给达到一定规模是迈向商业化的重要先决条件。 

 

菲利华 2025 年石英电子布收入 9837.37 万元，但截至 2026 年 5 月，公司相关产品仍处

客户小批量测试和终端认证阶段，反映出 Q 布已进入早期商业化阶段，收入形成早于全

面认证与普遍放量。 

 

从早期商业化过渡到成熟市场同时需要上游厂家具备一定合格供应能力（产品规格、良

率、交付节奏均符合客户需求）以及下游订单可持续增长，只有可售米数和重复订单两

者同步增长方可支持行业空间持续上修。 

4.2 条件量价刻画行业空间 

价格方面，当前由于石英布仍处于早期小批量生产阶段，现有超 200 元/米的报价不能直

接作为后续批量出货后的稳态价格水平，参考中材科技和宏和科技对于高阶产品项目达

产后年降价的假设，若现阶段销售均价为 200 元/米，我们分别假设到 2030 年累计降价

幅 度 50%/40%/30%/20%/10% 五 种 情 形 ， 对 应 2030 年 Q 布 售 价 分别 为

100/120/140/160/180 元/米。出货量方面，参考沙利文研究，2025 年全球 Q 布市场规

模达到 1500 万美元（对应 1.07 亿元），按照 200 元/米单价测算 Q 布全年用量约 54 万

米，沙利文预测 2025-2030 年 Q 布市场规模复合增速高达 75.1%，再考虑适度降价假

设则 Q 布用量复合增速更高，此处我们测算 2025-2030 年 Q 布年复合增速分别为

50%/70%/90%/110%/130%的五种情景。下表测算结果显示，在中性假设下（Q 布价

格 140 元/米，2030 年出货量 1326 万米），2030 年 Q 布市场空间约 19 亿元。 

 

图表6：中期（2030 年）Q 布市场空间敏感性测算（亿元） 

价格（元/米） 100 120 140 160 180 

2025-2030 用量复合增幅      

50% 4.07 4.88 5.70 6.51 7.32 

70% 7.61 9.13 10.65 12.17 13.69 

90% 13.26 15.92 18.57 21.22 23.88 

110% 21.88 26.26 30.63 35.01 39.38 

130% 34.48 41.38 48.27 55.17 62.07 

资料来源：中材科技公司公告、宏和科技港股招股书、国家统计局，国盛证券研究所 
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五、连续交付定义领先 

海外信越化学、圣戈班具有先发产品，国内菲利华、中材科技等厂商包括日本旭化成仍

处在验证阶段，但考虑 Q 布仍处在量产前期，市场格局尚未固化。 

5.1 海外先发积累等待销售兑现 

信越化学 2019 年宣布推出 SQX 系列，属于业内公开时间较早的电子石英布产品，公司

优势在于产品推出较早、围绕连续制造形成了工艺积累、同时拥有 SLK 超低介电树脂可

实现电子布与树脂体系的协同开发。 

 

圣戈班在石英纤维制造领域亦具备悠久历史，早在 1960年即开始生产石英玻璃纤维纱，

2020 年前后就明确将轻量化机织石英纤维布和非织造石英纤维毡作为高频 CCL 增强材

料推向市场，其优势在于石英原料技术储备深厚、且拥有从石英纤维、毡材到制品的完

整产业链。 

 

旭化成以电子布制造基础和客户渠道推进石英布产业化，作为低介电电子布的资深玩家，

其擅长脆性细纱织造、开纤和表面处理，公司目标 2026 财年取得石英布相关认证、2027

财年形成规模销售贡献。 

5.2 国内量产仍需认证闭环 

台湾德宏已形成电子级/工业级石英纤维纱/布系列产品，2025 年石英纱/布产品已销售

至日本并获得高度认可。 

 

中材科技石英纤维和石英布均为自产且已实现量产，终端也已完成国内外头部客户认证，

后续需跟进 2400 万米项目的建设和投产进度，公司优势集中体现在其深厚的电子纱/布

制造工艺积累、以及央企背景托底的资金实力。 

 

菲利华具备“高纯石英砂-石英棒-石英电子纱-石英电子布”垂直一体化生产能力，一体

化有助于缩短原料、纱线、成布和客户加工之间的反馈链，除此之外公司优势还体现在

其在石英材料领域经验丰厚。截至 2026 年 5 月菲利华石英电子布产品仍处小批量测试

和终端客户认证阶段，说明该业务条线已形成商业销售但尚未完成全面认证和放量。供

给端，江苏中益原项目已建成一期 80 万米/年石英纤维布产能，新项目 1600 万米/年超

薄石英电子布、上游配套建设 1000 吨/年石英电子纱产线继续推进，为后续批量出货做

好供应准备。 

 

宏和科技称Q布已经获得下游客户认证，具备量产技术能力，但尚未进入批量出货阶段，

2025 年 Q 布实现收入约 50 万元，属于初始商业化。 

 

平安电工 2023 年开始研发石英纱和 Q 布，截至 2026 年 7 月旗下 Q 布产品仍处于送样

验证阶段，为实现产业化供应。公司具有约 15 年的玻纤拉丝、表面处理、织造和后处理

经验，2025 年工业布、电子布、Q 布等产品已形成收入 1.3875 亿元，非全新进入企业。 

 

莱特光电 2026 年 2 月底规划建设年产能 1200 万米的 Q 布项目，全部建设投资预计 2-

3 年完成，2026 年 4 月披露厂房和设备采购正在推进，首批设备在既有厂房内搭建中试

线，目标是工艺优化和客户送样。 
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另外，国际复材 2026 展会上有对外展示 Q 布系列产品，湖南神玖公司官网也有展示电

子 Q 布，证实上述公司已完成相关产品开发。 

 

从产业环节来看，产品发布证明已有雏形，量产确认制造能力，认证取得销售资格，连

续交付和复购验证合格供给，稳定收入检验商业规模。当后四项沿同一方向改善时，企

业的工艺积累将逐步转化为行业份额与盈利韧性，这些差异最终共同指向未来两年的投

资优先级。 

 

六、投资建议 

如前所述，当前阶段 Q 布产业格局尚不明晰，理论上具备一定产品制造能力并积极推进

送样测试的企业均有希望跻身头部供应梯队，建议关注 Q 布相关上市标的，包括中材科

技、菲利华、宏和科技、平安电工、国际复材、莱特光电等。 

 

风险提示 

 
材料或技术替代风险：低介电玻纤及树脂、填料协同方案若覆盖更多板级损耗预算，

或出现其他的替代性材料方案，Q 布的优先应用范围将收窄。 

良率提升不及预期风险：成布、机械钻孔、孔间绝缘和板级可靠性改善偏慢，将使客

户认证与量产节奏继续后移，有效供给释放速度整体慢于预期，也会对终端应用造成

不利影响。 

盈利下行风险：实际成交价下降快于良率和成本改善，将对企业收入和盈利韧性产生

不利影响。 

测算误差风险：文中关于 Q 布量价的测算是基于一定理论假设，实际 Q 布量价节奏受

AI 终端出货节奏、Q 布具体渗透进程、Q 布厂商生产交付节奏、Q 布性价比等多方因

素影响，可能与理论测算结果存在一定出入。  
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